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@ Verfahren zur Herstellung von Kontaktflachen auf Leiterplatten 

@ Zweck der vorliegenden Erfindung ist es, ein Verfahren 
aufzuzeigen, durch das platzsparend weitere Kontaktfla- 
chen (4) auf einer Leiterplatte (2) vorgesehen werden kon- 
nen. 

Diesgeschiehtdadurch,daBzunachst in einem Leiterplat- 
tennutzen (6) Durchbruche (1) erstellt werden, die an- 
schlieSend durchkontaktiert werden. In einem weiteren 
Verfahrensschritt werden die durchkontaktierten Durch- 
bruche IDaufgetrennt. 
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Beschreibung 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Vaf ahren zur Her- 
stellung von Kontaktfiachen auf Leiterplatten, mil denen 
elektrische und elektronische Bauteile von funkbetriebenen 5 
Konimunikationsendgeraten kontaktiert werden. 

Bei mil Hochfrequenz betriebenen Konimunikationsend- 
geraten, z. B. schnurlosen Telefonen oder Mobilfimkgera- 
ten, mussen die auf einer Leiterplatte angeordneten und mit 
Hochfrequenz arbeitenden Baugruppen so abgeschinnt wer- to 
den, daB storende einstrahlende sowie abstrahlende Ein- 
flusse beim Funkbetrieb weitgehend ausgeschlossen sind 
Zu diesem Zweck werden auf den Leiterplatten relali v groBe 
Masseflachen benotigt, die mit den entsprechend gestalte- 
ten, zumeist haubenformig ausgebildeten Abschirmungen 15 
mechanisch und elektrisch verbunden werden. Bei den heut- 
zutage auf dem Markt befindlichen Geraten betragt der An- 
teil der Masseflache bis zu 20% der gesamten Leiterplatten- 
flache. 

Zu diesen Masseflachen konmien noch die zur Kontaktie- 20 
rung von nicht abzuschirmenden Bauteilen benotigten Kon- 
taktflachen hinzu, die auf der Ober- und Unterseite der Lei- 
terplatten vorgesehen sind, so daB einer Verkleinerung von 
Geraten durch die erforderlichen Kontaktfiachen Grenzen 
gesetzt sind. 25 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein Ver- 
fahren aufzuzeigen, durch das auf einfache Weise weitere 
Kontaktfiachen an einer Leiterplatte aufgebracht werden 
konnen. Diese Aufgabe wird dadurch gelost, daB in einem 
ersten Verfahrensschritt in einem Leiierplattennutzen 30 
Durchbriiche erstellt werden, die anschlieBend durchkontak- 
tiert werden, wobei die Durchbriiche in einem weiteren Ver- 
fahrensschritt aufgetrennt werden. 

Durch ein derartiges Verfahren lassen sich aus einem Lei- 
ierplattennutzen beliebige gewunschle LeiterplattengroBen 35 
erstellen, die in ihren aufgelrennten Bereichen mit den hal- 
ben Durchbriichen entsprechenden Kontaktfiachen versehen 
sind. Werden diese Leiterplatten aus dem Leiierplattennut- 
zen z. B. durch einen Frasvorgang vollig herausgeirennt, so 
weisen sie in ihren schmalen Randbereichen eine >^elzahl 40 
von AnschluB punkten bzw. Kontaktfiachen auf, die zum 
platzsparenden AnschluB von nicht zu schirmenden Bauele- 
menten verwendet werden konnen. Hierbei isi z. B. der An- 
schluB von Akkukontakten, Horkapsel und Mikrofon, SIM- 
Kartenleser, Display usw. denkbar. Auf diese Weise konnen 45 
Koslen durch einen geringen Rachenbedarf und eine einfa- 
che Herstellung der Kontaktfiachen eingespart werden. 

Als zweckmaBigste Ausfuhningsform har es sich erwie- 
sen, die Durchbriiche als Bohrungen zu gestalten und diese 
Bohrungen auf einer Geraden anzuordnen, so daB beim 50 
Durchtrennen der durchkontaktierten Bohrungen halbkreis- 
formige Kontaktfiachen im Randbereich der Leiterplatte ge- 
bildet werden. 

Die Erfindung soli im folgenden anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels naher erlautert werden. 55 
Es zeigt 

Fig. 1 einen ersten Bearbeitungsvorgang an einem Leiier- 
plattennutzen in einer Aufsicht, 

Fig. 2 einen zweiten Bearbeitungsvorgang an diesem Lei- 
ierplattennutzen in einer Aufsicht, 60 

Fig. 3 die durch das Verfahren hergesieiiie l eiterplatte in 
einer perspektivischen Ansichl. 

Mit den Randbereichen der in der Fig. 3 ge/eigien Leiter- 
platte 2 sollen elektrische oder elektronische Bauteile bei 
Mobilteilen von funkbetriebenen Kommunikaiionsendgera- 65 
ten verbunden werden. Hierbei sollen Bauicilc verwendet 
werden, die nicht abgeschinnt werden niiisscn, wie z. B. 
Akkukontakte, Horkapsel, Mikrofon, Display usw. 
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Zu diesem Zweck werden, wie in Fig. 1 dargestellt, eine 
Vielzahl von auf einer Geraden 3 liegenden Bohrungen 1 in 
einen Leiierplattennutzen 6 eingebracht. Diese Bohrungen 1 
werden anschlieBend durchkontaktiert. Wie die Fig. 2 zeigt, 
werden mittels eines als Schneidwerkzeug dienenden Era- 
sers anschlieBend die Durchkontaktierungen aufgetrennt, so 
daB eine durchgehende Nut 5 entsleht und im Randbereich 
der so gebildeten Leiterplatte 2 die in Fig. 3 gezeigten halb- 
kreisformigen Kontaktfiachen 4 gebildet werden. Diese 
Kontaktfiachen 4 sind mit den entsprechenden Kontaktbah- 
nen auf der Leiterplatte 2 verbunden und dienen zur mecha- 
nischen und elektrischen Kontaktierung der oben erwahnten 
Bauelemente. 

Palentanspriiche 

L Verfahren zur Herstellung von Kontaktfiachen (4) 
auf Leiterplatten (2), mit denen elektrische und elektro- 
nische Bauteile von funkbetriebenen Kommunikati- 
onsendgeraten kontaktiert werden, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB in einem ersten Verfahrensschritt in ei- 
nem Leiierplattennutzen (6) Durchbriiche (1) erstellt 
werden, die anschlieBend durchkontaktiert werden, 
wobei die Durchbriiche (1) in einem weiteren Verfah- 
rens schritt aufgetrennt werden. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Leiterplatten (2) aus dem Leiierplattennut- 
zen (6) herausgeirennt werden, so daB sich die Kon- 
taktfiachen (4) in den schmalen Randbereichen der Lei- 
terplatten befinden. 

3. Anordnung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach 
Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB die Durch- 
briiche als Bohrungen (1) geslaltel und auf einer Gera- 
den (3) angeordnet sind. 



Hierzu 1 Seile(n) Zeichnungen 



- Leerseite - 



Int. Cl.^: H 05 K 3/40 

Offenlegungstag: 3. Februar 2000 




902 065/421 



